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Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Syste-
moéw Laserowych

Koordynator przedmiotu

dr inz. Piotr Sek

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Przedmiot specjalnosciowy

niestacjonarne:

Status przedmiotu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr VI
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr VII
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 5
Forma prowadzenia zajeé wykiad éwiczenia Ial:;;)urrerl]to- projekt inne
Liczba godzin :ggjlgnarne: 30 30 15
w semestrze studia 18 18 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Posiada specjalizowang wiedze na temat ograniczen
W01 |podstawowg wiedze o funkcjach i mozliwosciach laserow MiBM1_ W02
i laserowych systemow do obrébki materiatow
Wiedza W02 P’03|§da spquhzowana wiedze na temat laserowej ob- MIBM W10
rébki ubytkowej -
W03 Ma .speCJaI!zow.gnq vyledze na temat laserowego spawa- MIBM1_ W13
nia i modyfikacji powierzchni
U0l g;:éisiobrac system laserowy do planowanego zakresu MIBM1_U02
U02 Potrafi dobra¢ parametry technologiczne operacji ciecia MiBM1_U02
Umieietnosci laserowego MiBM1_U20
12 U03 Potrafi dobraé¢ parametry technologiczne operacji spawa- MiBM1 _U02
nia laserowego MiBM1_U20
uo4 Potrafi zrealizowa¢ operacje znakowania i hartowania la- MiBM1_U02
serowego MiBM1_U20
Kompetencje K01 | Potrafi pracowac w zespole MiBM1_KO01
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

., Tresci programowe
zajec* prog

Mozliwo$ci i ograniczenia laserowej obrobki ubytkowej. Mozliwosci i ograniczenia tech-
nologii tagczenia laserowego. Mozliwosci i ograniczenie laserowej obrébki powierzch-
Wyktad niowej. Wybrane elementy systeméw do obrébki laserowej. Dystorsje przy obrobce
termicznej. Podstawy ksztattowania laserowego. Bezposrednie wytwarzanie laserowe,
metody, zakres zastosowan. Perspektywy rozwoju technologii laserowych.

Zapoznanie sie z zasadami bezpieczenstwa pracy z laserami. Ciecie laserowe réznych
materiatéw. Mozliwosci i ograniczenia ciecia i drgzenia laserowego. Dystorsje przy cie-
ciu laserowym. Dystorsje przy spawaniu laserowym. Bezposrednie ksztattowanie lase-
rowe.

Laboratorium

Projekt Wptyw parametréw obrobki na przebieg i wyniki zadanego procesu obrébki laserowe;.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wol X
W02 X
W03 X
uo1l X
uo2 X X
uo3 X
uo4 X X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA



Fo.mlf Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zajec

wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium
laboratorium zaliczenie z oceng Zaliczenie sprawozdan

projekt zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z projektu

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta n\(J)z(th;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|pP Wic|L|P|S h
© | studiow 30 30 | 15 18 18| 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 |2 2 2 |2 h
Razem przy bezposrednim udziale
¢k nauczyciela akademickiego 81 o1 0
Liczba punktow ECTS, ktdra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 3,2 2,0 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 44 & h
Liczba punktow ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielne;j 1,8 3,0 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym 75 = n
Liczba punktow ECTS, ktéra student
8. | uzyskuje w ramach zajeé o charak- 3,0 3,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-
9. denta 125 125 h
10, Punkty ECTS za n.10du.I N ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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